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平成 30年５月 25日 

各  位  

 

 

 

 

 

 

 

（訂正）「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し 

並びに主要株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

平成 30 年５月 24 日に開示いたしました「新株式発行、自己株式の処分及び株式売出し並びに主要

株主の異動に関するお知らせ」について、一部訂正がございましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

 

記 

 

訂正箇所及び訂正内容（訂正箇所は＿＿下線を付して表示しております。） 

 

（訂正前） 

＜ご参考＞ 

４. 調達資金の使途 

(１)今回の調達資金の使途 

 

（省略） 

 

会社名 
事業所名(所在

地) 
セグメン
トの名称 

設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法 

着手及び完了予定年月 完成後の 
増加能力 

(注３.) 

 

総額 
(千円) 

既支払額 
(千円) 

着手 完了 

当社 
本社・宮崎工場

(埼玉県・宮崎県) 
ＥＭＳ事業 

工場用地・建物・
製造設備取得(注

１.)、ＳＭＴ(注
２.)ライン新設 

3,183,000 ― 
増資資金及び
自己株式処分

資金 

平成30年 
４月 

平成31年 
３月 

２％ 

増加 

UMC 
Electronics 
HongKong 

Limited 

本社(中国・香港) ＥＭＳ事業 

ＳＭＴ(注２.)ラ

イン新設、工場増
設 

1,953,000 ― 
当社からの投

融資資金 
平成30年 

４月 
平成31年 

３月 
９％ 
増加 

UMC 

Electronics 
Vietnam  
Limited 

ベトナム工場  
(ベトナム・ハイ

ズオン省) 

ＥＭＳ事業 
ＳＭＴ(注２.)ラ
イン新設 

1,021,000 ― 
当社からの投

融資資金 
平成30年 

４月 
平成31年 

３月 
７％ 
増加 

UMC 
Electronics 
(Thailand) 

Limited 

タイ工場(タイ・

チャ チューンサ
オ県) 

ＥＭＳ事業 
ＳＭＴ(注２.)ラ
イン新設 

596,000 ― 
当社からの投

融資資金 
平成30年 

４月 
平成31年 

３月 
35％ 
増加 
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UMC 
Electronics 

Mexico,S.A. 
de C.V. 

メキシコ工場(メ
キシコ・ハリスコ
州) 

ＥＭＳ事業 
ＳＭＴ(注２.)ラ

イン新設 
441,000 ― 

当社からの投

融資資金 

平成30年 
４月 

平成31年 
３月 

100％ 

増加 

(注１.)  当社本社に係る設備の内容は、株式会社日立情報通信マニュファクチャリングを対象としたＭ＆Ａに伴

う日立製作所所有の製造拠点の製造資産の取得であります。 

(注２.)  ＳＭＴ：Surface Mount Technology（表面実装技術）。プリント基板の表面に電子部品を直接半田付け

するものであり、高密度実装が可能となる技術。 

(注３.)  完成後の増加能力は、ＳＭＴライン新設による生産能力の増加率を表しております。 

 

（訂正後） 

＜ご参考＞ 

４. 調達資金の使途 

(１)今回の調達資金の使途 

（省略） 

 

会社名 
事業所名(所在

地) 
セグメン
トの名称 

設備の内容 

投資予定金額 

資金調達方法 

着手及び完了予定年月 完成後の 
増加能力 

(注３.) 

 

総額 
(千円) 

既支払額 
(千円) 

着手 完了 

当社 

本社工場・秦野工
場・宮崎工場(埼

玉県・神奈川県・
宮崎県) 

ＥＭＳ事業 

工場用地・建物・
製造設備取得(注

１.)、ＳＭＴ(注
２.)ライン新設 

3,183,000 ― 
増資資金及び
自己株式処分

資金 

平成30年 
４月 

平成31年 
３月 

103％ 

増加 

UMC 

Electronics 
(Dongguan) 
Co., Ltd. 

東莞工場（中国・
広東省) 

ＥＭＳ事業 
ＳＭＴ(注２.)ラ
イン新設、工場増

設 

1,953,000 ― 
当社からの投

融資資金 
平成30年 

４月 
平成31年 

３月 
９％ 
増加 

UMC 
Electronics 

Vietnam  
Limited 

ベトナム工場  
(ベトナム・ハイ
ズオン省) 

ＥＭＳ事業 
ＳＭＴ(注２.)ラ

イン新設 
1,021,000 ― 

当社からの投

融資資金 

平成30年 
４月 

平成31年 
３月 

７％ 

増加 

UMC 
Electronics 
(Thailand) 

Limited 

タイ工場(タイ・

チャ チューンサ
オ県) 

ＥＭＳ事業 
ＳＭＴ(注２.)ラ
イン新設 

596,000 ― 
当社からの投

融資資金 
平成30年 

４月 
平成31年 

３月 
35％ 
増加 

UMC 

Electronics 
Mexico, S.A. 
de C.V. 

メキシコ工場(メ
キシコ・ハリスコ

州) 

ＥＭＳ事業 
ＳＭＴ(注２.)ラ
イン新設 

441,000 ― 
当社からの投

融資資金 
平成30年 

４月 
平成31年 

３月 
100％ 
増加 

(注１.)  当社秦野工場に係る設備の内容は、平成 30 年４月３日付「株式会社日立製作所とモノづくり強化協業

で基本合意」及び平成 30 年４月５付「（訂正）「株式会社日立製作所とモノづくり強化協業で基本合

意」の一部訂正について」において公表した株式会社日立情報通信マニュファクチャリングを対象とし

たＭ＆Ａに伴う日立製作所所有の製造拠点の製造資産の取得であります。 

(注２.)  ＳＭＴ：Surface Mount Technology（表面実装技術）。プリント基板の表面に電子部品を直接半田付け

するものであり、高密度実装が可能となる技術。 

(注３.)  完成後の増加能力は、ＳＭＴライン新設及び製造設備取得による生産能力の増加率を表しております。 
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